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Verfahren zur Herstellung eines Leiterbildes 
mit von geerdeten Oder auf Masse liegenden 
Mo tallf lachen umgebenen Leiterbahnen 



Die lirfindung bozieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung 
eines Leiterbildes mit von geerdeten oder auf Masse liegenden 
Me tallf lachen umgebenen Leiterbahnen, wobei als . Arbei t sun ter- 
lage fiir die Herstellung des Leiterbildes und des Einbettuhgs- 
bildes dor Leiterbahnen ein Film verwendet wird. 

Auf aura Gebiet der Nachrichten- und Da tenverarboi tungs technik : % 
der Konsumgii ter-Elektronik udgl. werden in groflem Umfang Lei-., 
tcrplatten vorwendet, auf die bestimmte Leiterbilder aufgo- 
bracht sind (godruckte Schaltungen) • Die Lei terplat ten dienen 
zur Aufnahmo von elektroniachen Bauelementon und deren Ver- 
drahtung untoreinander. Bine Leitorplatto 1st im allgemoinon 
eine Isoliers toff plat te mi t tin- oder beidooi tig auf gobrach ter 
Kupferfolie, aui dor tntaprechend dom gtfordtrten Loittrbild 
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eine Vielzahl von gegeneinander isolierten Lei terbahnen . ge- 
bildet werden. 

Zur Herstellung eines Lei terbi Ides wird dieses beispielsweise 
von Hand in vergrofler tern Maftstab mit den Lei terbahnen, Lot- 
augen bzw. Dohrungen und Anschliissen auf geeignetem Kar ton 
. gezeichnet. Um die Zeichenarbeit zu ersparen, ist eine Strei- 
fen-Klebetechnik bekannt, bei der auf einen weiften Karton odgl 
schwarze Streifen und sonstige Forms tucke zur Realisierung 
des Leiterbildes aufgeklebt werden (Zeitschrift ELEKTRONIK f 
1964, H. k 9 S. 117). 

Um sowohl die exakte Zeichenarbeit von Hand als auch die Kle- 
bearbeit zu ersparen, ist es auch bekannt, die Arbeitsunter- 
lage (Film) fur die Herstellung der Lei terbahnen von Leiter- 
platten automatisch herzustellen (Zeitschrift "Werkstatt und 
Betrieb" 101,1968, lO, S. 597-602). Die dort erhaltene Zeich 
nung wird in numerische Da ten umgesetzt, welche eine Licht- 
zeicheneinrichtung ateuern, Es ergibt sich ein Film mit einem 
Leiterbild im Maftstab 1:1, der die Arbei tsunterlage fur das 
auf die kupf erkaschierte Isolierstof fplatte auf zubringende 
Leiterbild 1st, Der entwickelte Film dient beispielsweise der 
Drucks toclchers tellung. Das erf orderliche Leiterbild kann im 
Siebdruckver fahren auf die Kupf erf olie gedruckt werden. 

Die Kupf erkaachierung kann auch mit einem lichtempf iridlichen 
Lack (Photoresist) beschichtet werden, auf den der Film auf- 
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gelegt wird. Es erfolgt darin eine Belichtung, wobei alle be- 
licKtete'h Stfelien des Laclces ausharteh* Im anschli eftenden 
Entwicklungsbad wird der Lack von den nicht entwickelten Stel- 
len abgespttlt, so daft an diesen Stellen das Kupfer freigelegt 
und in einem anschlieflenden Bad abgeatzt wird. 

Die so erhaltene Leiterplatte hat Lei terbahnen t die nicht 
gegeneinander abgeschirmt sind, Die Leiterplatte weist u.U. 
auch keine grofleren Metallflachen auf, wie dies fiir etwa auf 
der Leiterplatte angeordnete Le i s tun gs -B aue 1 era en t e (Leistungs- 
Transistoren udgl. ) als Kuhlflachen erwiinscht war«. 

Es sind bereits Leiterplat ten mit von der Abschirraung bzw. der 
Warmeabfuhr dienenden, die Leiterbahnen uragebenden Metallfla- 
chen bekannt (Datenblatt 10 109 t 3/67 der Fa. Fuba, S. 11 und 
13). Fiir die Herstellung des Einbettungsbildes der Leiterbah- 
nen bedarf es jedoch besonderer Zei chenarbei ten . 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, jede Zeichenar- 
belt fiir die Erstellung des Einbettungsbildes der Leiterbah- 
nen zu ersparen und eine Leiterplatte zu erzielen f bei welcher 
das Einbettungsbild streng den Leiterbahnen angepasst 1st, so 
daft sich sowohl eine optimale Abschirrawirkung als auch Metall- 
flache fur eine War me ab f iihr un g ergibt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch gelost , daft: ledig- 
lich eine Zeichnung fiir das Lei terbahnenbild hergestellt wird, 
daft diese Zeichnung in ein numerisches Datenprogramm uragesotzt 
wix'd t daft dieses Programm eine fiir die Erstellung des Leiter- 
bahnenbildes vorgesehene Lich tzeicheneinrichtung steuert und 
daC das gleiche Datenprogramm und die Lichtzeicheneinri chtung 
herangezogen sind zur Erstellung des Einbettungsbildes der 

10 9813/1 376. 
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Lei terbahnen f 

Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung schematisch 
dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher erlautert. Es 
zeigen 

Fig. 1 ein Film- Leiterbild, wie es auf eine Leiterplatte auf- 
gebracht we r den soil, 

Fig. 2 ein streng diesem Fi lm-Lei terbild entsprechendes Leiter- 
Einbettungsbild eines weiteren Filmes, 

Fig. 3 einen Negativfilm des Filmes nach der Fig. 2 f 

Fig. k den endgultigen, als Arbeitsunterlage dienenden Film, 

der aus den Filmen der Fig. 1 und 3 entstanden ist, 

Fig. 5 das von diesem Film erhaltene Leiterbild mit den von 

geerdeten oder auf Masse liegendeii Metallflachen umgebenen 

Leiterbahrien einer Leiterplatte. 

Vie bereits in der Beschreibungseinlei tung angedeutet, konnen 
die Zeichnungen fur die Pilra-Arbeitsunterlage von Hand oder 
mittels delr Streif en-Klebetechnik hergeatellt werdon . 

Fiir eine rationelle Herstellung der Lei terbilder wird jedoch 
dem in der letztgenannten Li teratur stelle erwiihnten Verfah- 
ren zur Erstellung der Arbeitsunterlage der Vorzug gegeben f ]. 
bei welchem eine Freihandskizze von einer numerisch arbeitenden 
Einrichtung abgetastet wird, die Daten der Skizze ausgibt, die- 
gegebenenf alls nach entsprechender AUfbereitung- in eine nu- 
merisch gesteuerte tichtzeicheheihrichtung eingegeben werden, 
mittels deren Lichtzeichenkopf der als Arbeitsunterlage die- 
nende Film hergestellt wird. 

Nachstehend wird die Herstellung dieses Filmes anhand der Fig. 1 
bis k naher erlautert. 
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Fig. 1 stellt einen ex* s ten, mit der obengenannten Li chtzei- 
cheneinrichtung erstell ten Film (Positiv) mit dem gewiinsch ten. 
Leiterbild dar. Das Leiterbild zeigt Leiterbahtien 1 bestimmter 
Breite, Lotaugen bzw. Bohrungen 2 mit verschiedcnen Durchmessern 
Anschliisse 3 und Begrenzungen 4 des Lei terbildes . 

Ohne Veranderung des bereits fur die Herstellung des Filmes/ 
nach der Fig. 1 vorliegenden Programmes wird ein zweiter Film 
(Positiv) nach der Fig. 2 mittels der Li chtzeicheneinri chtung 
hergestellt. Wie ersichtlich, ist die Dreite der Bahnen 1'Vt. 
der Durchmesser der Lotaugen bzw. Bohrungen 2* und der Anschliis- 
se 3* grofier gegeniiber den Bahnen 0 / Lotaugen bzw. Bohrungen 
und Anschliissen des Filmes nach der Fig. 1 gewahlt. Als Bei- 
spiel sei angefiihrt, daB die Leiterbahnen des Filmes nach 
der Fig. 1 eine Breite von bei spielsweise 0,5 nun haben, wah- 
rend die Bahnen des Filmes nach der Fig. 2 eine Breite von 
1,5 mm haben. Die veranderte Breite der Bahnen auf dem Film 
nach der Fig. 2 ist einfach am Lichtzeichenkopf der verwendeten 
Lichtzeichoneinrichtung oinittllbar. 

Vom Film nach der Fig. 2 wird ein Negativfilm nach der Fig. 3 
angefertigt, der zur Herstellung der Einbettung der Leiter- 
bahnen, Lotaugen bzw. Bohrungen und Anschliisse in die Metall- 
flachen herangezogen wird. 

Aus dem Lei terbild-Filra nach der Fig. 1 und dem Negativ- Film 
nach der Fig* 3 wird ein dritter Film nach der Fig. k erstellt. 
Dies erfolgt in der Weise, dafl die Filme nach don Fig. 1 und 3 
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ausgerichtet ubereinander und auf einen dritten, unbelichtiBr* 
ten Film gelegt werden. Bei Belichtung und Entwicklung dieses 
dritten Filmes ergibt sich auf diesera ein Bild nach Fig. 4. 

Dieser Film (Positiv) ist die Arbeitsunterlage fur die Her- 
stellung eines Leiterbildes , beispielsweise auf einer Leiter- 
platte, mit von geerdeten Oder auf Masse liegenden Metallfla- 
chen umgebenen Leiterbahnen. 

Auf dem Arbeitsfilm nach der Fig. 4 sind die Leiterbahnen 1", 
die lotaugen bzw. Bohrungen 2 M und die Anschluss e 3" nunmehr . 
lichtdurchlassig und von dunklen Ziigen 5 umrahmt, die den 
Abstand Leiterbahn - Metallflache "ergeben. Alle lichtdurch- 
lassigen, aufVerhalb der umrahmten Bahnen I 11 , Lotaugen 2" und 
Anschlusse 3" liegenden Flachen 6 eargeben die Metallflachen, 
die im vorliegenden Fall an einen Anschluli 7 gefuhrt sind und 
der elektrischen Abschirmung und Abfiihrung von Varme dienen. 

Der Film nach der Fig. 4 wird beispielsweise auf eine kupfer- 
kaschierte Isolierstof fplat te mit etwa den Abmessungen der 
Begrenzungen 4 aufgelegt, wobei auf die Kupferfolie ein licht- 
empf indlicher Lack (poaitiv arbeitender Photoresist) aufge- 
bracht ist. Es erfolgt eine Belichtung, durch die der der Be- 
lichtung zugangliche lichtempf indliche Lack auf den Bahnen 1" f 
den LStaugen bzw. Bohrungen 2", den Anschliissen 3" und don 
Flachen 6 auahartet, wahrend der durch die lichtundurchlassi - 
gen Ziige 5 abgedeckte lichtempf indliche Lack ungohiirtot bleibt. 
Die derart belichteto Leiterplatte wird in ein Entwicklungs- 
bad gegeben, durch das der nicht ausgehfirtete lichtempf ind- 
liche Lack entfernt wird, so dafl entlang den Ziigen 5 das Kupfer 
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freigelegt ist. Danach erfolgt eine Behandlung der Leiterplatte 
in einem Atzbad, wobei die allein freiliegenden Kupferzuge 5 
weggeatzt werden. Da nur die Einbettungstrennung (Ziige 5) weg- 
geatzt wird, ist ein sehr viel groflerer Durchsatz von Leiter- 
platten in einer Atzlosung raoglich als bisher. 

Fig. 5,zeigt das erhaltene Leitcrbild rait den von Metallfla- 
clien umgebenen Leiterbahnen der Leiterplatte. Die schwarzen 
Bahnen und Flachen stellen. das stehengebliebene Me tall dar f 
wahrend die we i Ben Bahnen und Kreise metallfrei sind. Wie er- 
siciitii'cli, sind samtliche Leiterbahnen, Lotaugen bzw. Bohrungen 
und AnVchiiisse - bis auf Anschlufi 7 - von als elektrische Ab- 
schifraurig und War me ab Tiihrung wirkendem Metal! umgeben, wah^ 
rerid ; Anschlufi 7 rait den Metallf lacben Verbindung hat . 

Die Erstellung der Arbei tsunterlage nach der Fig* 4 braucht 
nicht unbedingt unter Herstellung raehrerer Vorfilme zu erfol- 
gen, Mit einem geeigneten Filmmaterial konnen die notwendlgen 

* ! 

Bilder 4 auch auf beispielsweise einen Film kopiert werden f der 

j 

die Arbei tsunterlage ist, 

- ■ 
I 

" V - : : " *• ■ " " ■! 

t 

t 

- • ' " •- ' .: 1 

• j 

r 

I 

* Patentanspriiche ; 



10981 3 /^7# €r — - k 

BNSOOCID; <DE 1936775A1 _l_> 



/ . 1936775 

F69/55 Schub 



Licentia 
Pa tent -Verwal tun gs -GmbH 

Frankfurt/Main, Theodor-S tern-Kai 1 



i 

Patentanspriiche 



^l^yTerfahren zur Herstellung eines Leiterbildes mit von 

geerdeten Oder auf Masse liegenden Metallflachen umge- 
benen Leiterbahnen,) wobei als Arbeitsunterlage fur die 
Herstellung des Leiterbildes und des Einbettungsbildes 

der Leiterbahnen ein Film verwendet wird f dadurch ge- 

i • - ■ 

kennzeichnet t daB lediglich eine Zelchnung fvir das Lei- 
terbahnenbild hergestellt wird, daft diese Zeichnung in 
ein numerisches Oatenprogramm umgesetzt wird, dafl die- 
ses Prograram eine fiir die Erstellung des Leiterbahnen- 
bildes vorgesehene Lichtzeicheneinrichtung steuert und 
daft das gleiche Oatenprogramm und die Lichtzeichenein- 
richtung herangezogen sind zur Erstellung des Einbett- 
ungsbildes der Leiterbahnen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, d -."o 
auf einen oder mehrere Filme das erf order liche Leiter- 
bild und Einbettungsbild der Leiterbahnen aufgebracht 
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wird. 



3» Anordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 
und 2 9 dadurch gekennzeichnet, dafi fur die Herstellung 
der Zeichnung eine nuraerisch arbeitende Abtaateinrichtung 
und fur die Herstellung des ala Arbei tsunter lago die- 
nenden Filmea eine nuraerisch geateuerte Lichtzeichen- 
einrichtung vorgeaehen ist. 
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